BAB VIII
KESIMPULAN

Pendirian pabrik wafer stick PT. X Sidoarjo dinilai layak secara teknis

dengan kondisi sebagai berikut:

a.

Proses pencampuran dan pengadukan adonan wafer stick dilakukan
pada suhu 30°C, selama 5 menit.

Proses pemanggangan wafer stick dilakukan pada suhu 160 —
170°C, selama 3 - 5 menit.

Proses penggulungan wafer stick dilakukan saat suhu wafer sebesar
150°C.

Proses pemotongan wafer stick dilakukan pada suhu 38°C.

Proses pendinginan wafer stick dilakukan pada suhu 15°C.
Pengemas yang digunakan adalah jenis kemasan polypropylene

laminasi aluminiumfoil.

Pendirian pabrik wafer stick PT. X Sidoarjo dinilai layak secara

ekonomis berdasarkan pada dasar pertimbangan:

Titik impas sebesar 42%.
Laju pengembalian modal (Rate of Return) sebesar 36,93% yang
lebih besar dibandingkan MARR (Minimum Attractive Rate of
Return) sebesar 13,62%.
Waktu pengembalian modal (Pay Out Period) sesudah pajak

selama 2 tahun 1 bulan 19 hari.
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